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日立忘諾特許

分子線エビタキシ装置の試料回転ホルダ

分子線エビタキン装置の稼動率向上

に対して,貴大の障害となっている問

題は,基板を保持,回転させる吉武料回

転ホルダの機構部に信束副生が乏しいこ

とである｡近年,基板は人形化の傾向

にあり,また基板i且度も高温化に向か

っている｡超高真空,高温下ではJ肇擦

係数が著しく増大し,しゅう(摺)動機

構部に焼き付きなどの事故が生じやす
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かった｡

日立製作所では,軸′乏などの機構部

の温度低減を図って,機構部の信相性

を高めた試料回転ホルダ(匡=)を開発

Lた｡

1. 特長･効果

(1)ヒータへ電i充を供給するり【ド棒

を利用してヒータを固定支持L,リー

ド棒を国定軸の軸′受側端部まで伸ばす
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図2 試料回転ホルダの温度

ことによって,ヒータ部分からの熱伝

導による熟の逃げを減少させる｡

(2)リード棒が十分に太いため,この

部分での発熱はほとんど無視すること

ができ,したがって,固定軸へのふく

(車副射伝熱量も非常に小さい｡

(3)基板を800℃に加熱したときの軸

受温度の測定結果を図2に示す｡定常

時でも,軸受i温度は許容値(300℃)以下

に十分に収まる｡

2.提供技術

■ 関連特許の実施許諾

●特開昭60-178616号

｢分子線エビタキシ装置の試料回転

ホルダ+

荷電粒子ビームの集束偏向装置

電子線描画装置,電子ビーム加工機,

走査形電子顕微鏡,イオン注入装置な

どの荷電粒子線装置で,荷電粒子ビー

ムの集束偏向装置は広く利用されてい

る｡

このような荷電粒子ビ【ムの)ヒ学系

で,従来,荷電粒子ビームを試料面に

対し垂直に入射させる試みはあったが,

その際発生する様々の収差を打ち消す

ことはできなかった｡

本技術はこグ)ような問題を解ブ失する

もので,生起する収差を有効に打ち消
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図l 電子線描画装置の光学系

しながら,荷電粒子ビームを試料面に

垂直に入射させることを可能にするも

のである｡

このため,図1に示すように荷電粒

子ビームを集束させるための2個の電

子レンズのうち,光源側の電子レンズ

の内部に偏光器を配置し,光源側電子

レンズと偏光器により発生した収差と,

試粒側電子レンズにより生ずる収差を

打ち消し合うように構成した｡

l.特長･効果

(1)収差を打ち消しながら,荷電粒子

ビ山ムの垂直入射ができるので,人角

度偏向をしても位置精度を高く保つこ

とができる｡

(2)荷電粒子線装置の大角度偏向適用

を可能にした結果,大きな試料の処理

が行なえ,高速処理ができる｡

2.提供技術

■ 関連特許の実施許諾

●特許第ほ64477号

｢荷電粒子ビームの集束偏向装置+
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日立志望特許

真空処理装置

現在,半導体素子の高集積化に伴い,

急速に製造プロセスの多様化が進んで

いる｡特に,複数の真空処理室で相互

干渉なく連続した処理を施す傾向が顕

著になっている｡
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この発明は,真空処理室,バッファ

室及び真空予備室の3室を組み合わせ

て一つのモジュールを構成し,このモ

ジュールを複数連接することによって,

自由にシステム構成ができるようにす
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図1 2モジュールの場合の真空処理装置システム

バッファ空

真空開閉手段

るものである｡

図1はモジュールを二つ組み合わせ

た例であり,矢印は基板が連続して加

工処理される場合の搬送経路を示して

いる｡

1.特長･効果

(1)プロセス変更やライン編成に対応

して,真空処理室数を自由に変えてシ

ステム構成ができる｡

(2)基板は真空に保持されているバッ

ファ室を経由して隣のモジュールに搬

送されるため,大気中の水分などの影

響を受けることなく安定した真空処理

が可能となる｡

(3)複数のモジュールが組み合わされ

た場合でも,真空保持が可能な開閉手

段により,真空処理室内の残留プロセ

スフグスが遮断され,混入が起こらない

ため,各真空処理室でのプロセスの独

立性が確保できる｡

2.提供技術

■ 関連特許の実施許諾

●特開昭60-1ほ2柑号

｢真空処理装置+

マイクロ;皮イオン源

マイクロ波イオンi原は大電流のイオ

ンビームを容易に取り出すことが可能

であー),しかも長寿命であるなどの利

点をもっており,イオンインプランテ

ーション,イオンビームデポジンョン

などに利用されている｡

ところで,従来のマイクロ波イオン

手原は,イオンビームを発生する放電空

間が円筒状に形成されているため,円

形状の断面をもつイオンビームしか発

生できず,イオンインプランテーショ

ンなどに用いられる長方形状の断面を

もつイオンビームを得るた♂)には,長

方形状のスリットを用いてイオンビー

ムを長方形状に形成しなければならず,

イオンの利用効率が著しく低下すると

いう問題があった｡

日立製作所では,上記問題を解決す

るため,図1に示すような長方形二伏の

断面のイオンビームを発生することが

可能なマイクロ波イオンi原を開発した｡

図2に示すように,マイクロ波電界を

形成するための電極を放電空間に設置
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し,放電空間そのものが長方形断面形

状をもつように構成したものである｡

l.特長･効果

長方形状の断面のイオンビームを発

生することが可能であるので,イオン

の利用効率を向上することができる｡

2.提供技術

■ 関連特許の実施許諾

●特許第III5471号

｢短冊ビームイオン源+

日立製作所では,すべての所有特許権を適正な価格で皆さまにご利用いただいております.=ンまた,ノウハウについてもご相談に応じておりますので,お気軽にお問い合わせください｡

古間い合わせは･‥ 株式舌鼓口元裂イE:軒 〒100東京都千代田区丸の内一丁呂5蕃l号(新丸ビル)電話(03)214-3114(直通)特許部特許営業グループ
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コークデベロツパ"wF-600/WF-610”
半導体素子の高集積化に伴い,各種

材料を用いた均一な薄膜形成が重要な

テーマとなっている現在,リソグラフ

ィーコニ程でのポジ,ネガレジスト材料

をコーティング,現像べ-ク処理を行

㌔//′

i よ

図l レジスト用コークテナベロッパ

WF-600

図2 ポリイミド用コークテナベロツパ

WF-610

表l 主な仕様

項目 形式 WF-600 WF-610

適用りエーハサイズ ¢125mm又は¢150mm

ローダ･アンローダ セット数:2ステーション

ス ピ /

回 転 数二川一〉200rpm±3rpm.200～10′000rpm±l%

7Dログラム数:9プログラム
ステップ数:lプログラム当たり20ステップ

ベ ー

ク
4ステーション･タクト搬送

温度:常温～2500C±ドC 温度:常温へ′399PC ±20C

液 供 給

コ
ー

テ ィ ン グ
レジスト)夜 洗ラ争i夜,アルミキレート

フ先浄‡夜 裏面洗浄)夜
裏面洗言争)夜 ポリイミドミ夜

現 像
現像液

リンス)夜

なうWF-600を開発した(図1)｡また,

表面保護膜,層間絶縁膜に適用される

ポリイミド系樹脂をコーティング,高

温ベータ処理を行なうWF-610を開発

した(図2)｡

l. 主な特長

(1)ユニットのモジュール化により,

フレキシブルなライン構成が可能

(2)各種処理液に対応可能

イ氏粘度から高粘度までの処理液を使

用することが可能である｡また,処理

を施すスピン部は,はね返りを防止す

る構造を採用しているため,ウェーハ

の品質安定化が図れる｡

(3)プロセス条件の設定が容易

スピンナ シーケンスは,キーボード

入力により各種プロセス条件に合った

プログラムの設定ができる｡

(4)高温度ベーキングが可能

低･高温度ベーキング条件で安定し

たウェーハ搬送が可能で,またウェー

ハ内i温度分布の均一化を図るように,

枚菓単位で温度制御をしている｡

(5)インラインイヒ

各種露光装置とのインライン化可能

主な仕様を表1に示す｡

(日立電子エンジニアリング株式会社)

+Slテストシステム"H汀ES-6200/EA-6204H”

32ビットマイクロコンピュータや,

5000ゲートを超えるゲートアレーなど,

ロジックLSIはますます多機能で高速

なLSIが開発されている｡

これらの新しいLSIのテスティングニ

ーズも多様化し,それらにすばやく応
じられる柔軟なテストシステムカヾ必要

とされている｡

こうした新たな状況に対応して,ア

ーキテクチャを一新し,汎用性と高ス

ループットを追求した,コストパフオ

ーマンスの高いLSIテストシステムを開

発し,製品化した｡

高速ICハンドラと接続して,量産に

も,受入れ,評価用にも使える(図1)｡

1.主な特長･仕様(表1,2)

(1)総合タイ ミング精度±1.6nsと40

MHzクラスの高速性能

(2)384k語と大容量パターンメモリ

で,多機能LSIに高スループットで対応

可台巨

図I HITES】6200 LSl

テストシステム及びEA-

6204H DIP形高温ICハン

ドラのシステム

表I LSIテストシステム仕様

項目 形式 ト‖TES-6200

テ ス ト 項 目
ファンクションテスト,

DCテスト,発振テスト

周 波 数 20MHz(マルチで4DMHz)
ピ ン 数 lヘッド当たり128ピン×2台
総合タイミング精度 ±l.6ns オートスキュー

プ ロ セ ッ サ 16ピット12.5MHzデュアル

プログラム言語 パスカル系専用プログラム

ノヾターンメ モリ 384k語×3面

ピンエレクトロニクス ±8V10Vp-P 65pF

表21Cハンドラ仕様

項目 多式 EA-6204H

対象デバイス
D】P形～42ビン･64ピン

300･40D･600(mil)

温 度 設 定 常温′-＋1300c

測 定 個 数 並列2個同時

処 理 能 力 4-500個/h

(3)10V｡+｡と高振幅で,65pFと低容量

の汎用ピンエレクトロニクス

(4)パスカル系の高級言語をj采用

(5)量産用に2個同時測定できる,高

速な高温ICハンドラが接続できる｡

(日立電子エンジニアリング株式会社)
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高速形FPPハンドラ

近年,IC生産量の増大に伴い半導体

製造工程では,高速化,自動化が急速

に進んでいる｡こうした中でIC選別工

程でも,テスト方法,機能の向上に伴

い,テスト諸元が更に高速化,高精度

化の方向にある｡これらのニーズに対

応するため,高速形のFPP(フラットプ

ラスチックパッケージ)ハンドラを開発

した(図1)｡

夢貞

垂′

ノ′′__一′一-ぜ一一-･一一一ノ/首唱

l.主な特長

(1)高速ハンドリングを実現

タクトタイム1秒/個で動作し,スル

ープットの向上が図れる｡

(2)テスタ]妾続が容易

テスタに直結に近い形で接続でき,

かつ接続箇所の上下動により,セット

が容易にできる｡

屯__..ノー〆

図l 高速形FPPハンドラ

(3)コンパクト設計

据付面積は,0.6m2と非常にコンパク

トで場所をとらない｡

(4)水平強制搬送方式を採用

ICの搬送は,水平強制搬送のため衝

撃を与えず確実に搬送できる｡

2.主な仕様

表lに高速形FPPハンドラの主な仕

様を示す｡

(日立製作所 商品事業本部)

表t 主な仕様

形式

項目
FH-103

対象デバイス フラットノヤッケージ形IC

タクトタイム l.0秒/個

テストモード 5モード選択

FPP 容 量 】′200個(トレイ24枚)

適用ト レイ 7×135.8×315.8(mm)

電 三原 AC100V･単相･15A

エ ア ;原 ゲージ圧5kg/cm2

温 度 範 囲 常温～】500C

外 形 寸 う去
幅l.川0×奥行l.165×

高さし070へ′l′420可変(mm)

製 品 重 量 350kg
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